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DESCRIPCION
Un contacto dorado y un dispositivo de interconexiéon de un borde de una placa
Campo técnico

La presente invencion esta relacionada con las tecnologias de las comunicaciones y, en particular, con un contacto
dorado y un dispositivo de interconexion de un borde de una placa.

Antecedentes

Con el aumento continuo de la densidad de potencia de un producto de fuente de alimentacion, el flujo de corriente a
través del producto aumenta de forma gradual, y se puede observar que el producto de fuente de alimentacion se
desarrolla hacia una miniaturizacién, una potencia alta y una alta corriente. Un contacto dorado (Golden Finger)
significa que una pista de cobre sobre una capa superficial de una placa de circuito impreso (Printed Circuit Board,
denominado de aqui en adelante PCB para abreviar) chapada en oro, con el fin de mejorar el rendimiento de
resistencia al desgaste y mejorar la fiabilidad; y una transferencia de sefial o energia se puede implementar
mediante el contacto de una capa superficial de la PCB en el contacto dorado con una placa de apoyo de un
conector del contacto dorado. Por lo tanto, se puede observar que se puede preservar de forma efectiva el espacio
del producto utilizando el contacto dorado y el conector del contacto dorado combinados, con el fin de mejorar la
densidad de potencia de un producto. El contacto dorado se ha aplicado ampliamente en los productos electrénicos
convencionales, por ejemplo, se ha utilizado como una placa de contacto conductor para transferir una sefial entre
hardware de un ordenador como, por ejemplo, una placa de memoria y una ranura de memoria, y una tarjeta grafica
y una ranura de una tarjeta grafica; y en los ultimos afos, el contacto dorado se ha aplicado gradualmente en los
productos de fuente de alimentacion y se utiliza para transferir una sefial de potencia como corriente eléctrica. Sin
embargo, comparado con un disefio en el que se utiliza la interconexion de dos conectores, el mayor defecto del
disefio del contacto dorado es que la PCB en el contacto dorado tiene una baja capacidad para conducir corriente y
generalmente no puede conducir una corriente alta. Por lo tanto, en los disefios futuros las aplicaciones del contacto
dorado se han convertido en una tecnologia clave para mejorar de forma efectiva la capacidad de conduccion de
corriente por parte de la PCB en el contacto dorado.

En la técnica anterior, con el fin de mejorar la capacidad de conduccién de corriente de la PCB en el contacto
dorado, en general, se mejora la capacidad de conduccion de corriente de la PCB aumentando el tamafio de la pista
de cobre de la PCB en el contacto dorado que transfiere la corriente, esto es, aumentando el area de cobre de la
PCB en el contacto dorado.

Sin embargo, en la técnica anterior, debido a la restriccion de miniaturizacion de un producto electronico, en la
mayoria de contactos dorados no se puede aumentar el tamafio de una pista de cobre de un PCB, lo que provoca
que no se pueda mejorar de forma efectiva la capacidad de conduccién de corriente de una PCB en un contacto
dorado.

El documento JP 2010 067668 A esta relacionado con una estructura de una placa de circuito impreso equipada con
el terminal lateral para una conexion eléctrica con el exterior. Aumentando la capacidad de corriente de la parte del
terminal lateral de una placa de circuito impreso, incluso si la placa de circuito impreso se proporciona con el
terminal lateral, se permite una respuesta de bajo voltaje y alta corriente. En las figuras 3a-3d al menos una pista
metdlica chapada en oro de una capa exterior que forma los terminales laterales chapados en oro (7A) esta
conectada con una pista (14) de una capa interior conectada mediante vias (16, 18).

En la figura 1 de JPH07312268 se proporcionan sobre una parte terminal 4 las partes ranura 6 formando la parte
contacto 5 del patron conducto 3 de una placa impresa 1, por medio de las cuales se forman los terminales
independientes 2. Ademas, en ambas superficies laterales el terminal 2 de forma continua a la parte contacto 5 se
aplica una placa aislante 7, por medio de la cual se aumenta el area de la seccién de la parte contacto con el fin de
reducir la resistencia de conduccion.

El documento US 2003/131472 A1 esta relacionado con un método para fabricar un conjunto de médulos de placa
de circuito multicapas. Cada uno de los moédulos dispone de un borde lateral con rellenos estafiados que estan
conectados eléctricamente con pistas de circuito de interconexién de moédulos sobre uno respectivo de los médulos,
estableciendo de este modo una conexion eléctrica entre las pistas de circuito de los médulos.

Resumen

Los modos de realizacion de la presente invencidon proporcionan un contacto dorado y un dispositivo de
interconexién de un borde de una placa, mejorando de este modo de forma efectiva una capacidad de conduccion
de corriente de un PCB en un contacto dorado.

Un primer aspecto de los modos de realizacion de la presente invencion proporciona un contacto dorado, incluyendo
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una capa superficial de placa de circuito impreso PCB y al menos una capa interna de la PCB, en donde un borde de
la PCB en el contacto dorado utiliza una estructura de metalizacion lateral, y la pista metalica de la capa interna de la
PCB esta conectada a la pista metalica de la capa superficial de la PCB a través de la estructura de metalizacion
lateral, de modo que un canal de conduccién de corriente del contacto dorado pasa a través de la capa superficial de
la PCB y la capa interna de la PCB, en donde el borde de la PCB comprende un borde de la capa superficial de la
PCB, un borde de la capa interna de la PCB, un extremo de un contacto de la PCB y un borde después de haber
perforado un interior de la PCB en el contacto dorado.

Otro aspecto de los modos de realizaciéon de la presente invencién proporciona un dispositivo de interconexion de un
borde de una placa, que incluye el contacto dorado anteriormente citado.

Los efectos técnicos de los modos de realizacién de la presente invencién consisten en que, en los modos de
realizacion, se conecta una pista de cobre de la capa interna de la PCB en el contacto dorado a una pista de cobre
de la capa superficial de la PCB, y aumenta la capacidad de conduccion de corriente de la PCB en el contacto
dorado sin aumentar el tamafio ni el espesor de una pista de cobre de la PCB en el contacto dorado, mejorando de
este modo de forma efectiva la capacidad de conduccion de corriente de la PCB en el contacto dorado.

Breve descripcion de los dibujos

La FIG. 1 es un diagrama esquematico de la estructura de una superficie de un contacto dorado de acuerdo con un
ejemplo ilustrativo de un contacto dorado de la presente invencion;

la FIG. 2 es un diagrama esquematico de una seccion transversal del interior de un contacto dorado de acuerdo con
dicho ejemplo ilustrativo de un contacto dorado de la presente invencion;

la FIG. 3 es un diagrama esquematico de la estructura de la superficie de un contacto dorado antes y después de
chapar un lateral con un metal de acuerdo con un modo de realizacién de un contacto dorado de la presente
invencion;

la FIG. 4 es un diagrama esquematico de la estructura del interior de un contacto dorado de acuerdo con otro
ejemplo ilustrativo de un contacto dorado de la presente invencion; y

la FIG. 5 es un diagrama esquematico de una seccioén transversal del interior del contacto dorado de acuerdo con
dicho otro ejemplo ilustrativo de un contacto dorado de la presente invencion.

Descripcion de los modos de realizacion

Con el fin de hacer mas comprensibles los objetivos, las soluciones técnicas y las ventajas de los modos de
realizacion de la presente invencion, a continuacion se describen claramente las soluciones técnicas en los modos
de realizacion de la presente invencion haciendo referencia a los dibujos adjuntos en los modos de realizacion de la
presente invencion. Evidentemente, los modos de realizacién que se van a describir son Unicamente una parte y no
todos los modos de realizacién de la presente invencion.

La invencion de acuerdo con la reivindicacion 1 proporciona un contacto dorado, en donde el contacto dorado esta
formado por multiples capas de PCB, y concretamente incluye una capa superficial de la PCB y al menos una capa
interna de la PCB. En la invencion se ha disefiado una estructura de conduccién de corriente en el interior de una
PCB del contacto dorado, una pista metalica de la capa interna de la PCB se conecta a una pista metalica de la capa
superficial de la PCB mediante la estructura de conduccién de corriente, de modo que un canal de conduccién de
corriente del contacto dorado puede atravesar la capa superficial de la PCB y la capa interna de la PCB. La pista
metalica puede ser especificamente una pista de cobre, y en la invencion una pista de cobre de la capa interna de la
PCB en el contacto dorado esta conectada con una pista de cobre de la capa superficial de la PCB, y la capacidad
de conduccion de corriente de la PCB en el contacto dorado se incrementa sin aumentar el tamafio ni el espesor de
una pista de cobre de la PCB en el contacto dorado, mejorando de este modo de forma efectiva la capacidad de
conduccion de corriente de la PCB en el contacto dorado.

La FIG. 1 y la FIG. 2 son, respectivamente, un diagrama esquematico de la estructura de una superficie de un
contacto dorado de acuerdo con un ejemplo ilustrativo de un contacto dorado y un diagrama esquematico de la
seccion transversal del interior de un contacto dorado de acuerdo con dicho ejemplo. Tal como se muestra en la FIG.
1y enlaFIG. 2, y tal como se muestra en la FIG. 1, este ejemplo proporciona un contacto dorado, en donde el
contacto dorado proporcionado por este ejemplo incluye una capa superficial 1 de la PCB y al menos una capa
interna 2 de la PCB, en donde existe una capa aislante 4 entre la capa superficial 1 de la PCB y la capa interna 2 de
la PCB. La FIG. 2 citada anteriormente es un diagrama esquematico ampliado de una seccion transversal parcial del
interior del contacto dorado. En este ejemplo una estructura de conduccion de corriente dispuesta es
especificamente una estructura de via, esto es, entre la capa superficial 1 de la PCB y la capa interna de la PCB se
dispone un cierto numero de vias 3, y tal como se muestra en la FIG. 1, en este ejemplo se disefia un cierto nimero
de vias 3 sobre un PIN de una PCB en el contacto dorado, en donde una via es un orificio metalizado utilizado para
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la conexion de la capa interior y no se utiliza para la insercién de una pata de un componente u otros materiales
reforzados, y en este ejemplo la via 3 se dispone para atravesar una capa aislante localizada entre la capa
superficial 1 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB, de modo que la via 3 puede conectar una pista de cobre de la
capa superficial de la PCB con una pista de cobre de la capa interna de la PCB. La posicion especifica de la via 3 y
el nimero de vias 3 se pueden establecer en funcion de las situaciones reales. Tal como se muestra en la FIG. 2,
una pista metalica de la capa superficial 1 de la PCB se puede conectar con una pista metalica de la capa interna 2
de la PCB disponiendo una via 3 entre la capa superficial 1 de la PCB vy la capa interna 2 de la PCB, de modo que
una sefal de potencia como, por ejemplo, corriente no sélo se puede conducir a través de la pista metalica de la
capa superficial 1 de la PCB, sino que también se puede conducir a través de la pista metalica de la capa interna 2
de la PCB, consiguiendo de este modo el propdsito de aumentar una capacidad de conduccion de corriente de la
PCB en el contacto dorado y mejorando la capacidad de conduccion de corriente de la PCB en el contacto dorado.

Concretamente, tal como se muestra en la FIG. 2, en este ejemplo la capa superficial 1 de la PCB en el contacto
dorado puede incluir especificamente una capa superior 11 de la PCB y una capa inferior 12 de la PCB, y un tipo de
via 3 dispuesto entre la capa superficial 1 de la PCB vy la capa interna de la PCB puede incluir, pero no se limita a,
una via pasante, una via ciega y una via enterrada. La via ciega es una via que Unicamente se extiende desde un
interior de una placa impresa a una capa superficial, la via enterrada es una via que no se extiende hasta una
superficie de la placa impresa, y la via pasante es una via que se extiende desde una capa superficial de una placa
impresa a otra placa superficial.

Concretamente, en este ejemplo, la via 3 puede ser especificamente una cualquiera o una combinacién de dos de
las siguientes: una via pasante dispuesta entre la capa superior 11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, y una
via ciega dispuesta entre la capa superior 11 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB o entre la capa inferior 12 de
la PCB y la capa interna 2 de la PCB. O, en este ejemplo, la via 3 es una combinacién de una via enterrada
dispuesta entre las capas internas 2 de la PCB y una via pasante dispuesta entre la capa superior 11 de la PCB y la
capa inferior 12 de la PCB. O, en este modo de realizacién, la via 3 es una combinacién de una via enterrada
dispuesta entre las capas internas 2 de la PCB y una via ciega dispuesta entre la capa superior 11 de la PCB y la
capa interna 2 de la PCB o entre la capa inferior 12 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB.

Mas concretamente, en este ejemplo, con el fin de conectar la capa superficial de la PCB a la capa interna de la
PCB en el contacto dorado, para su implementaciéon se puede disponer un cierto nimero de vias pasantes.
Concretamente, se dispone un cierto niumero de vias pasantes entre la capa superior 11 de la PCB y la capa inferior
12 de la PCB, y debido a que la via pasante se puede extender desde una capa superficial de la PCB a otra capa
superficial, esto es, se extiende desde la capa superior 11 de la PCB a la capa inferior 12 de la PCB, y atraviesa la
capa aislante 4 entre la capa superior 11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, la capa superior 11 de la PCB, la
capa inferior 12 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB estan conectadas directamente entre si, y una sefial de
potencia como la corriente no sélo se puede transmitir a través de las pistas metalicas de la capa superior 11 de la
PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a través de una pista metalica de la capa
interna 2 de la PCB, aumentando de este modo una capacidad de conduccién de corriente de la PCB en el contacto
dorado. O, este ejemplo también se puede implementar disponiendo un cierto nimero de vias ciegas para su
implementaciéon. Concretamente, se puede disponer un cierto nimero de vias ciegas entre la capa superior 11 de la
PCB y la capa interna 2 de la PCB, y debido a que la via ciega se puede extender desde una capa superficial de la
PCB al interior de la PCB, esto es, se puede extender desde la capa superior 11 de la PCB a la capa interna 2 de la
PCB, y atravesar la capa aislante 4 entre la capa superior 11 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB, la capa
superior 11 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB estan conectadas directamente entre si, y una sefial de potencia
como, por ejemplo, la corriente no sélo se puede transmitir a través de las pistas metalicas de la capa superior 11 de
la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a través de una pista metalica de la
capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo una capacidad de conduccién de corriente de la PCB en el
contacto dorado. O, este ejemplo también se puede implementar disponiendo una combinacion de un cierto nimero
de vias ciegas y vias pasantes para su implementacion. Concretamente, se puede disponer un cierto nimero de
vias pasantes entre la capa superior 11 de la PCB y capa inferior 12 de la PCB y, al mismo tiempo, se dispone un
cierto numero de vias ciegas entre la capa superior 11 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB, de modo que la
capa superior 11 de la PCB, la capa inferior 12 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB estan conectadas
directamente entre si, y una sefial de potencia como, por ejemplo, la corriente no sélo se puede transmitir a través
de las pistas metalicas de la capa superior 11 de la PCB vy la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede
transmitir a través de una pista metalica de la capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la capacidad de
conduccion de corriente de la PCB en el contacto dorado.

Mas concretamente, en este ejemplo, con el fin de conectar la capa superficial de la PCB con la capa interna de la
PCB en el contacto dorado, se puede disponer especificamente para su implementaciéon una combinacion de un
cierto numero de vias enterradas y vias pasantes, un cierto nimero de vias enterradas se disponen entre dos o mas
de dos capas internas 2 de la PCB en el contacto dorado, y un cierto numero de vias pasantes se disponen entre la
capa superior 11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB. Debido a que la via enterrada no se extiende hasta la
capa superficial de la PCB, pero la via pasante se puede extender desde la capa superior 11 de la PCB a la capa
inferior 12 de la PCB, una combinacion de vias enterradas y vias pasantes puede aun atravesando la capa aislante
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4 entre la capa superior 11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, de modo que la capa superior 11 de la PCB, la
capa inferior 12 de la PCB, y la capa interna 2 de la PCB se encuentran conectadas directamente entre si, y una
sefial de potencia como la corriente no sélo se puede transmitir a través de las pistas metalicas de la capa superior
11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a través de la pista metalica de la
capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la capacidad de conducciéon de corriente de la PCB en el
contacto dorado.

Mas concretamente, en este ejemplo, con el fin de conectar la capa superficial de la PCB con la capa interna de la
PCB en el contacto dorado, se puede disponer especificamente para su implementaciéon una combinacion de un
cierto nimero de vias ciegas y vias enterradas. Concretamente, se dispone un cierto nimero de vias enterradas
entre dos 0 mas de dos capas internas 2 de la PCB en el contacto dorado, y se dispone un cierto nimero de vias
ciegas entre la capa superior 11 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB. Debido a que la via enterrada no se
extiende hasta la capa superficial de la PCB, pero la via ciega se puede extender desde la capa interna de la PCB a
la capa superficial de la PCB, una combinacién de vias enterradas y vias pasantes puede aun atravesar la capa
aislante 4 entre la capa superior 11 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB, de modo que la capa superior 11 de la
PCB y la capa interna 2 de la PCB se encuentran conectadas directamente entre si, y una sefial de potencia como,
por ejemplo, la corriente no sélo se puede transmitir a través de las pistas metalicas de la capa superior 11 de la
PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a través de una pista metdlica de la capa
interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la capacidad de conduccién de corriente de la PCB en el contacto
dorado. O, en este ejemplo, también se puede disponer especificamente para su implementaciéon un cierto nimero
de vias enterradas entre dos o mas de dos capas internas 2 de la PCB en el contacto dorado, y se dispone un cierto
numero de vias ciegas entre la capa inferior 12 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB. Debido a que la via
enterrada no se extiende hasta la capa superficial de la PCB, pero la via ciega se puede extender desde la capa
interna de la PCB a la capa superficial de la PCB, una combinacién de vias enterradas y vias pasantes puede aun
atravesar la capa aislante 4 entre la capa inferior 12 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB, de modo que la capa
inferior 12 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB se encuentran conectadas directamente entre si, y una sefial de
potencia como, por ejemplo, la corriente no soélo se puede transmitir a través de las pistas metalicas de la capa
superior 11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a través de la pista
metalica de la capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la capacidad de conduccién de corriente de la
PCB en el contacto dorado.

La FIG. 3 es un diagrama esquematico de la estructura de una superficie de un contacto dorado antes y después de
chapar una pared lateral con un metal de acuerdo con un modo de realizacién de un contacto dorado de la presente
invencion, y tal como se muestra en la FIG. 3, este modo de realizacién proporciona un contacto dorado, en donde el
contacto dorado proporcionado por este modo de realizacion incluye una capa superficial 1 de la PCB y al menos
una capa interna 2 de la PCB. En este modo de realizacién, una estructura de conduccion de corriente dispuesta es,
concretamente, una estructura de metalizacion lateral, esto es, un borde de una PCB en el contacto dorado adopta
la estructura de metalizacion lateral, y una pista metalica de la capa interna 2 de la PCB esta conectada con una
pista metalica de la capa superficial 1 de la PCB a través de una estructura de metalizacién lateral 5. La FIG. 3
muestra un cambio de una estructura del contacto dorado antes y después que una pared lateral sea chapada con
un metal, y a partir de la FIG. 3 se puede observar que, en este modo de realizacion, la estructura de metalizacion
lateral es, especificamente, tal que la parte del borde de la PCB en el contacto dorado se chapa con un metal y la
parte que no es el borde de cada una de las capas de la PCB no tiene que ser chapada con un metal, de modo que
se conecta cada una de las capas de la PCB mediante el metal chapado, y se aumenta la capacidad de conduccién
de corriente de la PCB en el contacto dorado sin aumentar el tamafio y el espesor de una pista de cobre de la PCB
en el contacto dorado. Concretamente, en este modo de realizacion, la estructura de metalizacién lateral es,
especificamente una estructura de recubrimiento con cobre lateral, esto es, una parte del borde de la PCB en el
contacto dorado utiliza un disefio de recubrimiento con cobre.

Mas concretamente, en este modo de realizacién, un borde de la PCB puede incluir, especificamente, el borde de la
capa superficial de la PCB, el borde de la capa interna de la PCB, el extremo de un contacto de la PCB, y el borde
después de haber perforado un interior de la PCB en el contacto dorado, En este modo de realizacion, el borde de la
capa superficial de la PCB, el borde de la capa interna de la PCB, el extremo de un contacto de la PCB, y el borde
después de haber perforado un interior de la PCB en el contacto dorado utilizan la estructura de revestimiento con
cobre lateral, esto es, se realiza un proceso de revestimiento con cobre lateral en el borde de la capa superficial de
la PCB, el borde de la capa interna de la PCB, el extremo del contacto de la PCB, y el borde después de haber
perforado un interior de la PCB en el contacto dorado, de modo que se conecta una pista de cobre de la capa interna
de la PCB en el contacto dorado con una pista de cobre de la capa superficial de la PCB, y aumenta la capacidad de
conduccion de corriente de la PCB en el contacto dorado sin aumentar el tamafo y el espesor de una pista de cobre
de la PCB en el contacto dorado, mejorando de este modo de forma efectiva la capacidad de conduccion de
corriente de la PCB en el contacto dorado.

La FIG. 4 es un diagrama esquematico de la estructura de un interior de un contacto dorado de acuerdo con otro

ejemplo ilustrativo de un contacto dorado y, tal como se muestra en la FIG. 4, este ejemplo proporciona un contacto

dorado, en donde el contacto dorado incluye una capa superficial de la PCB y al menos una capa interna de la PCB,
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en donde existe una capa aislante entre la capa superficial de la PCB y la capa interna de la PCB. En este ejemplo,
una estructura de conduccién de corriente dispuesta es, especificamente, una estructura conductora de bloque, esto
es, se dispone un cierto numero de bloques conductores 6 entre la capa superficial de la PCB y la capa interna de la
PCB, y una pista metalica de la capa interna de la PCB esta conectada con una pista metalica de la capa superficial
de la PCB a través de un bloque conductor 6. En este modo de realizacién, el bloque conductor 6 puede estar
insertado, especificamente, en la capa aislante entre la capa superficial de la PCB y la capa interna de la PCB, y en
funcién de las situaciones reales se puede configurar una forma, una posicion, un tamario, el nimero y el modo de
colocacién del bloque conductor 6. En el modo de realizacion, una pista de cobre de la capa interna de la PCB en el
contacto dorado esta conectada con una pista de cobre de la capa superficial de la PCB a través de un bloque
conductor, y aumenta la capacidad de conduccion de corriente de la PCB en el contacto dorado sin aumentar el
tamafio y el espesor de una pista de cobre de la PCB en el contacto dorado, mejorando de este modo de forma
efectiva la capacidad de conduccion de corriente de la PCB en el contacto dorado.

Concretamente, la FIG. 5 es un diagrama esquematico de la seccion transversal del interior del contacto dorado de
acuerdo con dicho otro ejemplo ilustrativo de un contacto dorado y, tal como se muestra en la FIG. 5, en este
ejemplo la capa superficial de la PCB puede incluir una capa superior 11 de la PCB y un capa inferior 12 de la PCB,
y en este ejemplo se puede disponer un bloque conductor 6 entre la capa superior 11 de la PCB y la capa interna 2
de la PCB, de modo que una pista metalica de la capa interna 2 de la PCB esta conectada con una pista metalica de
la capa superior 11 de la PCB, y una sefial de potencia como, por ejemplo, la corriente, no sélo se puede transmitir a
través de las pistas metalicas de la capa superior 11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se
puede transmitir a través de una pista metalica de la capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la
capacidad de conduccion de corriente de una PCB en el contacto dorado.

0, en este ejemplo el bloque conductor 6 se puede disponer entre la capa inferior 12 de la PCB y la capa interna 2
de la PCB, de modo que una pista metalica de la capa interna 2 de la PCB esta conectada con una pista metalica de
la capa inferior 12 de la PCB, y una sefal de potencia como, por ejemplo, la corriente, no soélo se puede transmitir a
través de las pistas metalicas de la capa superior 11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se
puede transmitir a través de una pista metalica de la capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo una
capacidad de conduccion de corriente de una PCB en el contacto dorado.

0, en este ejemplo, se puede disponer el bloque conductor 6 entre la capa superior 11 de la PCB y la capa interna 2
de la PCB, y entre la capa inferior 12 de la PCB y la capa interna 2 de la PCB al mismo tiempo, de modo que una
pista metalica de la capa interna 2 de la PCB esta conectada con una pista metdlica de la capa superior 11 de la
PCB, y la pista metalica de la capa interna 2 de la PCB esta conectada con la pista metalica de la capa inferior 12 de
la PCB, y una sefial de potencia como, por ejemplo, la corriente, no sélo se puede transmitir a través de las pistas
metalicas de la capa superior 11 de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a
través de una pista metalica de la capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la capacidad de conduccién
de corriente de una PCB en el contacto dorado.

0, en este ejemplo, se puede disponer el bloque conductor 6 entre la capa superior 11 de la PCB y la capa interna 2
de la PCB, y entre dos capas internas 2 de la PCB al mismo tiempo, de modo que una pista metalica de la capa
interna 2 de la PCB esta conectada con una pista metalica de la capa superior 11 de la PCB, y una sefial de
potencia como, por ejemplo, la corriente, no sélo se puede transmitir a través de las pistas metalicas de la capa
superior 11 de la PCB vy la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a través de una pista
metalica de la capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la capacidad de conduccién de corriente de una
PCB en el contacto dorado.

0, en este ejemplo, se puede disponer el bloque conductor 6 entre la capa inferior 12 de la PCB vy la capa interna 2
de la PCB, y entre dos capas internas 2 de la PCB al mismo tiempo, de modo que una pista metalica de la capa
interna 2 de la PCB esta conectada con una pista metalica de la capa inferior 12 de la PCB, y una sefial de potencia
como, por ejemplo, la corriente, no sélo se puede transmitir a través de las pistas metalicas de la capa superior 11
de la PCB y la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a través de una pista metalica de la
capa interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la capacidad de conduccién de corriente de una PCB en el
contacto dorado.

O, en este ejemplo, se puede disponer, ademas, el bloque conductor 6 entre la capa superior 11 de la PCB y la capa
inferior 12 de la PCB, de modo que una pista metdlica de la capa interna 2 de la PCB esta conectada con pistas
metalicas de la capa superior 11 de la PCB y de la capa inferior 12 de la PCB, y una sefial de potencia como, por
ejemplo, la corriente, no sélo se puede transmitir a través de las pistas metalicas de la capa superior 11 de la PCB y
de la capa inferior 12 de la PCB, sino que también se puede transmitir a través de una pista metalica de la capa
interna 2 de la PCB, aumentando de este modo la capacidad de conduccion de corriente de una PCB en el contacto
dorado.

Este ejemplo proporciona, ademas, un dispositivo de interconexion de un borde de una placa, el cual puede incluir,
especificamente, el contacto dorado que se muestra en una cualquiera de las FIG. 1 a 5.

6



ES 2554915713

Por ultimo, se debe observar que los modos anteriores Unicamente pretenden describir las soluciones técnicas de la
presente invencion, y no limitar la presente invencién. Aunque la presente invencion se ha descrito en detalle
haciendo referencia a los modos de realizaciéon anteriores, las personas con un conocimiento normal de la técnica
deberian entender que ellos pueden seguir haciendo modificaciones a las soluciones técnicas descritas en los
modos de realizacién anteriores, o hacer sustituciones equivalentes a parte o a todas las caracteristicas técnicas de
las soluciones técnicas descritas en los modos de realizacion anteriores; sin embargo, estas modificaciones o
sustituciones no hacen que la esencia de las soluciones técnicas correspondientes se aparten del alcance de las
soluciones técnicas de los modos de realizacién de la presente invencion.



10

15

20

25

ES 2554915713

REIVINDICACIONES

1. Un contacto dorado, que comprende una capa superficial (1) de una placa de circuito impreso, PCB, y al
menos una capa interna (2) de la PCB, en donde un borde de la PCB en el contacto dorado adopta una estructura
(5) de metalizacion lateral, y una pista metalica de la capa interna (2) de la PCB esta conectada con la pista metalica
de la capa superficial (1) de la PCB a través de la estructura de metalizacion lateral (5), de modo que un canal de
conduccion de corriente del contacto dorado pasa a través de la capa superficial de la PCB y de la capa interna de la
PCB,

en donde el borde de la PCB comprende un borde de la capa superficial (1) de la PCB, un borde de la capa
interna (2) de la PCB, un extremo de un contacto de la PCB, y un borde después de haber perforado un interior de la
PCB en el contacto dorado.

2. El contacto dorado de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde se dispone una via entre la capa superficial
de la PCB y la capa interna de la PCB, y la pista metalica de la capa interna de la PCB esta conectada con la pista
metalica de la capa superficial de la PCB a través de esa via.

3. El contacto dorado de acuerdo con la reivindicacién 2, en donde la capa superficial de la PCB comprende
una capa superior de la PCB y una capa inferior de la PCB;

la via es una cualquiera o una combinacion de dos entre una via pasante dispuesta entre la capa superior de la
PCB y la capa inferior de la PCB y una via ciega dispuesta entre la capa superior de la PCB y la capa interna de la
PCB o entre la capa inferior de la PCB y la capa interna de la PCB; o

la via es una combinacion de una via enterrada dispuesta entre capas internas de la PCB y una via pasante
dispuesta entre la capa superior de la PCB y la capa inferior de la PCB; o

la via es una combinaciéon de una via enterrada dispuesta entre capas internas de la PCB y una via ciega
dispuesta entre la capa superior de la PCB y la capa interna de la PCB o entre la capa inferior de la PCB y la capa
interna de la PCB.

4. Un dispositivo de interconexién de un borde de una placa, que comprende el contacto dorado de acuerdo
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.
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